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立中四通轻合金集团股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2026-006

投资者关系活动

类别

□特定对象调研 □分析师会议

□媒体采访 □业绩说明会

□新闻发布会 ■路演活动

□现场参观

□其他

参与单位名称及

人员姓名

1、开源证券：徐剑峰

2、中邮证券：王曼琪

3、汇添富基金：韩超

4、南方基金：章晖

5、国联基金：陈斯竹

6、天治基金：林轩毅

7、聚鸣投资：薛潇

8、弘尚资产：沙正江

9、国金基金：孙欣炎

时间 2026 年 7 月 21 日

上市公司接待人

员姓名

立中集团副总裁、董事会秘书 李志国

立中集团证券事务代表 冯禹淇

投资者关系活动

主要内容介绍

1、在行业的大背景下，公司 2026 年上半年依然取得了亮眼的

成绩，主要原因是什么?

答：公司近期发布了 2026 年半年度业绩预告，上半年，公司预

计实现归母净利润5.4亿元至5.85亿元，同比增长34.57%至45.78%；

扣非后的归母净利润 5.05 亿元至 5.5 亿元，同比增长 40.47%至

52.99%。公司业绩实现增长，主要原因如下：

一是公司持续优化全球产能布局，加速海外产能建设，各业务

板块产能利用率及产销量均实现稳步增长；二是国内外铝价价差扩



大，增厚了部分出口业务利润；三是高附加值锻造铝合金车轮产品

产销快速增长，推动了公司铝合金车轮产品结构升级、盈利水平稳

步提升；四是公司积极拓展新材料、新产品的新兴市场应用，新材

料销量持续放量，形成了业绩新增量；五是公司的墨西哥工厂产能

利用率稳步提升，盈利能力持续增强，参股的锂电新材料业务利润

持续改善，进一步优化了公司整体盈利质量。

2、公司铝合金车轮海外产能情况及对公司的利润贡献情况？

答：公司持续深化全球化产能布局战略，加速海外基地建设与

产能释放，不断优化全球供应网络，有效对冲国际贸易壁垒风险，

全球化竞争优势持续显现。目前，公司墨西哥年产 360 万只铝合金

车轮工厂已实现全面投产，配套锻造产线同步建设，产能利用率稳

步走高；依托美墨加协定贸易政策和贴近北美客户的区域优势，订

单承接与快速交付能力显著增强，工厂盈利能力稳步提升。公司在

泰国现有 500 万只铝合金车轮产能的基础上，积极推进年产 300 万

只超轻量化铝合金车轮和 18 万只锻造商用车轮项目建设，进一步强

化公司在东南亚地区的制造基地优势，产品高效辐射亚洲及欧洲市

场。公司墨西哥和泰国两大海外基地形成了区域互补的全球化产能

格局，显著增强公司供应链稳定性与抗风险能力，持续增强公司整

体的盈利能力。

3、公司锻造铝合金车轮的产能和盈利能力如何？

答：锻造车轮凭借优异的产品性能，显著的减重效果，契合高

端新能源汽车、豪华品牌汽车、重载商用车等轻量化趋势，行业市

场需求保持持续增长。公司国内现有锻造产能 50 万只；墨西哥规划

50 万只锻造车轮产能，其中一期 20 万只已进入投产阶段；泰国计划

新增 18 万只锻造产能，叠加后续全球持续扩产规划，公司远期锻造

铝合金车轮总产能有望达到 200 万只规模。锻造车轮相较普通铸造

车轮单只售价更高、毛利率显著领先，2026 年上半年，公司锻造铝

合金车轮产销量持续增长，有效的提升了公司整体盈利水平。

4、公司新材料和新产品在新兴产业应用方面有哪些进展？



答：公司持续推进新材料、新产品在新兴市场的产业化应用，

相关产品销量稳步增长，高附加值材料占比不断提高，进一步优化

了公司整体盈利结构。公司研发的系列免热处理压铸铝合金已实现

对多家头部新能源车企及配套厂商批量供货，销量保持快速增长；

微晶硅铝复合新材料及精密器件已完成国内多家半导体、光学、粉

末冶金等领域的客户认证，市场订单与产销量同步提升；高端铝基

功能中间合金、铝基稀土中间合金和航空航天级特种中间合金等材

料在新兴业务领域持续放量。可钎焊压铸铝合金积极拓展热管理、

储能、液冷等应用场景；高性能铝合金材料和轻量化零部件持续推

进在人形机器人领域的验证与量产应用。公司相关产品的财务数据

敬请查阅公司已披露的定期报告，新材料业务的市场拓展受市场、

行业、客户验证周期等因素影响，存在不确定性，请投资者注意投

资风险。

5、公司微晶硅铝复合新材料包括哪些产品，应用场景有哪些？

应用于半导体设备领域的具体是什么产品？

答：公司研发和生产的微晶硅铝复合新材料主要包括硅铝合金、

铝碳化硅复合材料、微晶铝合金和 3D 打印铝合金材料等，目前相关

材料已在半导体设备、光学、电子封装、3D 打印等领域实现了小批

量应用，2025 年实现营业收入 774.45 万元。其中在半导体设备领域，

硅铝合金、铝碳化硅复合材料凭借高刚度、低密度、低膨胀等良好

性能，已用于半导体设备，如基座、支撑架、静电卡盘等精密零部

件的制造，相关业务受半导体行业周期波动、下游客户认证进度、

行业技术迭代及市场竞争等多重因素影响，业务开展存在一定不确

定性，请注意投资风险。

附件清单（如有） 无

日期 2026 年 7 月 21 日
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